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L506是一款低功耗、高性能的LTE模块，
采用行业领先的高通MDM9x07平台，最高
支持下行速率150Mbps，上行50Mbps的。 
L 5 0 6 模 块 支 持 多 个 频 段 包 括 T D D - LT E /
FDD-LTE/WCDMA频段并且可以完全地兼容
目前的EDGE和GSM/GPRS网络。

L506的面积非常的小，其尺寸仅为30.0 × 
30.0 × 2.8mm。其采用LCC的封装，成本优
化的SMT形式，高集成度使客户方便设计他
们自己的应用产品并能切身感受到模块的小
尺寸，低功耗以及高机械强度所带来的益处。

L506拥有可扩展的接口（USB，UART等）
和功能 (Windows XP，Windows Vista，
Windows 7，Windows 8， Linux, Android
下驱动)，可广泛应用于具有无线上网功能的
各种产品和设备中。
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Extended Temperature
Range-40°C to +85°C 

L506 is a LTE module with excellent reliability, 
occupied small area base on industry-leading 
qualcomm MDM9x07 platform, It maximum 
support 150 Mbps downlink and 50Mbps 
uplink data rates. L506 is a multi-band 
TDD-LTE/FDD - LTE/WCDMA type module and 
completely compatible with existing EDGE and 
GSM/GPRS network.

The area of L506 is extremely small, its only 
cover 30.0 x 30.0 x 2.8 mm with  LCC package, 
cost optimized SMT form and high integrated 
density make it convenient for customer to 
design their own application products,which 
can make them feel the benefit of small size ,
low power and high mechanical density.

L506 has extensible interface (USB, UART, 
etc.) and function (Windows XP, Windows Vista, 
Windows 7, Windows 8, Linux, Android driver), 
It can be widely used for various products 
and equipment which have wireless network 
function.
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  L506-SC(-2)
• FDD LTE: B1/B3/B5/B8 
  TDD LTE: B38/B39/B40/B41 
• UMTS:B1/B8  
• GSM: 900/1800 MHz 
   
• LTE能力: cat4
• AT命令: 3GPP TS27.007 以及增强型AT命令
• 供应电压范围：3.4 ~ 4.2V (推荐3.8V)
• 操作温度范围：-40 ~ +85℃
• 存储温度范围：-45 ~ +90℃
• 尺寸：30.0mmX30.0mmX2.8mm
• 封装：LCC
• 重量：约 6克

主 要 特 性

• CCC/TA/CE/ROHS/FCC

认          证

• LTE
  Max. 50Mbps(UL)
  Max. 150Mbps(DL)
• HSPA+
  Max. 5.76 Mbps(UL)
  Max.  42 Mbps(DL)
• UMTS
  Max.  384Kbps(UL/DL)
• EDGE Class 33:
  Max. 296Kbps(DL),Max. 236.8Kbps(UL)
• GPRS Class 33:
  Max. 107Kbps(DL), Max. 85.6Kbps(UL)

数 据 传 输

• UART接口
• SIM卡接口(3V/1.8V)
• GPIO接口
• USB 2.0接口
• ADC接口
• SD卡接口
• SPI接口
• I2C接口
• PCM接口
• 网络指示灯接口
• 电源键
• 复位键
• 主天线接口

接          口
• USB 驱动支持 Microsoft Windows2000/
  XP/Vista/7/8
• USB驱动支持Linux /Android
• Android  RIL支持
• 固件可由USB升级
• TCP/UDP/PPP/FTP/FTPS/HTTP/HTTPS/
  SMTP/POP3/ MMS

其 他 特 征

  L506-SC(-2)
• FDD LTE: B1/B3/B5/B8 
  TDD LTE: B38/B39/B40/B41 
• UMTS:B1/B8  
• GSM: 900/1800 MHz 
   
• LTE cat4
• AT command: 3 GPP TS27.007, 27.005 
  and enhanced the AT command
• Voltage range：3.4 ~ 4.2V (3.8V is recommended)
• Operating temperature range：-40 ~ +85℃
• Storage temperature range: -45 ~ +90℃
• Size：30.0mmX30.0mmX2.8mm
• Package：LCC
• Weight：About 6 g

Main Features 

• CCC/TA/CE/ROHS/FCC

Certification 

• USB driver for Microsoft Windows XP/
  Vista / 7/8
• USB driver for Linux/Android
• Android RIL support 
• Update firmware by USB
• TCP/UDP/PPP/FTP/FTPS/HTTP/HTTPS/
  SMTP/POP3/ MMS

Other features

• UART
• USIM (3 V / 1.8 V)
• GPIO
• USB 2.0
• ADC
• SD Card
• SPI
• I2C
• PCM
• NTELIGHT
• POWER KEY
• RESET
• Main antenna

Interfaces

• LTE
  Max. 50Mbps(UL)
  Max. 150Mbps(DL)
• HSPA+
  Max. 5.76 Mbps(UL)
  Max.  42 Mbps(DL)
• UMTS
  Max.  384Kbps(UL/DL) 
• EDGE Class 33:
  Max. 296Kbps(DL),Max. 236.8Kbps(UL)
• GPRS Class 33:
  Max. 107Kbps(DL), Max. 85.6Kbps(UL)

Specification for 
Data transfer


